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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen An-
schluß zum Verbinden einer integrierten Schaltkreis-
karte (IC-Karte) mit einer Hauptplatine. Die An-
schlußverbindung wird unter Spannung hergestellt, 
d. h. wenn die IC-Karte in die Hauptplatine einge-
steckt wird, besteht keine Notwendigkeit den Haupt-
platinenbus zu deaktivieren.
[0002] Beim Stand der Technik war es notwendig, 
wenn eine neue IC-Karte mit dem Bus der Hauptpla-
tine verbunden werden sollte, diesen Bus der Haupt-
platine vorher zu deaktivieren, d. h. der Bus konnte 
nicht mehr von einer anderen IC-Karte, die vorher 
eingesteckt worden war, weiter benutzt werden. Die-
se Deaktivierung war notwendig, da mittels des Ein-
steckens der neuen Karte Rauschsignale auf dem 
Bus ausgelöst werden konnten. Derartige Rauschsi-
gnale wirken sich negativ auf die Verwendung des 
Busses hinsichtlich bereits der zuvor eingesteckten 
IC-Karte aus, so konnten z. B. von einer existieren-
den IC-Karte über den Bus der Hauptplatine übertra-
gene Daten während dem Einstecken der neuen 
IC-Karte verloren gehen.
[0003] Es wurden bereits Anschlußmöglichkeiten 
unter Spannung für IC-Karten und einer Hauptplatine 
entwickelt, die ein Deaktivieren des Busses der 
Hauptplatine während dem Einstecken einer neuen 
Karte nicht erforderlich machten. Diese bekannten 
Vorrichtungen sahen Schneidenkontakte auf der 
IC-Karte zur Verbindung mit der Hauptplatine vor. 
Wenn die IC-Karte in eine entsprechende Steckver-
bindung an der Hauptplatine eingesteckt wurde, wur-
den die Leistungsanschlüsse der elektrischen Kom-
ponenten auf der IC-Karte und die Anschlüsse für die 
Signalleitungen (d. h. für Daten und Adressen) wäh-
rend derselben Kontaktgabe bewirkt. Um einen si-
cheren Betrieb des Busses während dem Anschlie-
ßen der Karte sicherzustellen, ist es notwendig, daß
die Leistungs- und die Signalverbindungen in einer 
bestimmten Reihenfolge vorgenommen werden. 
Zum Beispiel ist es besser, die Leistungsverbindun-
gen vor den Signalverbindungen herzustellen.
[0004] In der US-A-5210855 wird eine Anschlußse-
quenz beschrieben, bei welcher zunächst die Masse-
verbindungen, dann die Leistungsverbindungen und 
schließlich die Signalverbindungen hergestellt wer-
den. Bei dieser Lösung existierte ein Problem. Insbe-
sondere wenn die Leistungsverbindung zwischen der 
IC-Karte und dem Bus der Hauptplatine hergestellt 
wurde, wird die Leistung an die Karte unmittelbar an-
gelegt. Dadurch entsteht ein kleiner Kurzschluß über 
den Bus der Hauptplatine. Dies kann zu vielen 
Schwierigkeiten führen. Erstens können physikali-
sche Schäden an den Anschlüssen auftreten, wenn 
am Anschluß durch den kurzzeitigen Kurzschluß Ka-
vitäten entstehen. Zweitens können Störungen auf 
den Signalleitungen auf dem Bus der Hauptplatine 
ausgelöst werden und zwar durch elektromagneti-
sche Interferenzen. Drittens können die regulierten 

Spannungsniveaus auf dem Leitungsbus der Haupt-
platine destabilisiert werden, wodurch alle weiteren 
IC-Karten, die mit dem Bus der Hauptplatine verbun-
den sind, nachteilig beeinflußt werden.
[0005] Ein weiteres Problem, das mit den erwähn-
ten Vorrichtungen zum Anschalten unter Spannung 
existiert, besteht darin, daß, wenn eine Karte mit ak-
tiven Elementen physikalisch von der Hauptplatine 
entfernt wird, die aktiven Pegel an den Kontakten 
Durchschläge auf dem Bus der Hauptplatine auslö-
sen können.
[0006] Es wird auf die bekannte EP-A-0402055 hin-
gewiesen, welche ein Verfahren und eine Vorrichtung 
für das rasche Öffnen von Kontakten peripherer 
Schnittstellenschaltungen bei einem Computerbus 
offenbart. Diese Verbindungen benutzen drei Grup-
pen von Kontakten in der Folge; und zwar für die 
Massenanschlüsse, für den Leistungsbus und die Si-
gnalleitungen. Die Zeitperiode zwischen den Trenn-
schritten wird durch die relative Rücksetzlänge der 
Kontakte von der Schneidenkante bestimmt und er-
laubt eine Stabilisation der Spannung und die Errich-
tung eines stabilen hohen Impedanzzustandes Für 
die Steuerschaltkreise der peripheren Vorrichtungen 
bevor die Datenleitungen miteinander verbunden 
werden.
[0007] Es wird auch auf die EP-A-0571689 als be-
kannter Stand der Technik hingewiesen, welche eine 
Vorrichtung für den elektrischen Leistungsaufbau ei-
ner abtrennbaren mit einem Dattenverarbeitungssys-
tem über elektrische Kontaktstifte verbundenen Ein-
heit beschreibt. Diese Vorrichtung umfaßt Schaltkrei-
se, um das Einstecken der abtrennbaren Einheit in 
das System festzustellen und zwar durch den An-
schluß an Masse von einem der Stifte der entfernba-
ren Einheit, um eine graduell ansteigende Spannung 
an die leistungsführenden Stifte der entfernbaren 
Einheit anzulegen und diese mit einer Spannungsgu-
ellezu verbinden, indem elektromagnetische Schalter 
betätigt werden, wenn die leistungsführenden An-
schlußstifte eine entsprechende elektrische Vorspan-
nung haben. Diese Erregung der elektromagneti-
schen Schalter erfolgt über die Anschaltung an Mas-
se mit Hilfe eines der Stifte der entfernbaren Einheit.
[0008] Ein Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, die 
oben erwähnten Nachteile des Standes der Technik 
zu eliminieren und eine gesteuerte Anlegung von 
Leistung an eine IC-Karte eines Motherboard-Busses 
vorzusehen. Der Stromfluß wird auf einen sicheren 
Wert begrenzt bis das Spannungsniveau zwischen 
dem Motherboard-Bus und der IC-Karte ausgegli-
chen ist.
[0009] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum An-
schließen einer IC-Karte an eine Hauptplatine mit fol-
genden Verfahrensschritten:  
a) Erkennen, daß die IC-Karte in einen auf der Haupt-
platine angeordneten Anschluß eingesteckt ist;  
b) Verbinden des Leistungsbusses der Hauptplatine 
mit dem Leistungsbus der IC-Karte;  
c) Verbinden des Signalbusses der Hauptplatine mit 
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dem Signalbus der IC-Karte; wobei Verfahrensschritt 
b) folgende Verfahrensschritte umfaßt:  
b1) Zulassen nur eines geringen Stromflusses zwi-
schen Leistungsbus der Hauptplatine und dem Leis-
tungsbus der IC-Karte;  
b2) Abwarten für eine vorgegebene Zeitdauer, wel-
che der Zeitdauer für die Angleichung des Span-
nungsniveaus von Hauptplatine und IC-Karte ent-
spricht; und  
b3) Zulassen des vollen Stromflusses zwischen Leis-
tungsbus der Hauptplatine und dem Leistungsbus 
der IC-Karte.
[0010] Zum Zwecke der Ausführung der Erfindung 
wird vorteilhafterweise ein Anschluß der Hauptplatine 
für das Anlegen von Masse, die Stromversorgungs-
leistung und die Signalanschlüsse der IC-Karte mit 
entsprechenden Anschlüssen der Busse der Haupt-
platine vorgesehen. Während des Anschließens der 
IC-Karte an die Hauptplatine werden die Kontaktver-
bindungen in folgender Reihenfolge vorgesehen. Zu-
nächst werden die Masseverbindungen hergestellt, 
dann die Leistungsverbindungen und schließlich die 
Verbindungen für die Datenleitungen.
[0011] Sobald die Leistungsverbindungen herge-
stellt sind, wird der Stromfluß z. B. mit Hilfe eines 
Schaltkreises mit veränderlichem Widerstand kon-
trolliert begrenzt, so daß ein sicherer Anteil des Stro-
mes über die Leistungsanschlüsse zwischen der 
IC-Karte und dem Bus der Hauptplatine fließt. Dann, 
nachdem eine vorgegebene Zeitperiode abgelaufen 
ist, während welcher die Spannungsniveaus anein-
ander angepaßt werden, wird das Erreichen eines 
maximalen Ruhestromwertes programmiert zugelas-
sen.
[0012] Wenn die Karte von der Hauptplatine entfernt 
werden soll, werden die Kontaktverbindungen zwi-
schen der IC-Karte und dem Bus der Hauptplatine in 
umgekehrter Reihenfolge getrennt, d. h. die Kontakt-
verbindungen werden gesteuert unterbrochen und 
zwar zuerst für die Signalleitungen und dann für die 
Leistungsversorgung und schließlich für die Massen-
anschlüsse.
[0013] Die Erfindung wird beispielsweise anhand 
der Zeichnung beschrieben. Es zeigen
[0014] Fig. 1 eine Schaltung gemäß der Erfindung;
[0015] Fig. 2 ein Flußdiagram für die Anschaltrouti-
ne einer IC-Karte an die Hauptplatine gemäß der Er-
findung;
[0016] Fig. 3 ein Flußdiagramm für die Abschaltrou-
tine einer IC-Karte von der Hauptplatine nach einer 
Anschaltung gemäß Fig. 2; Bei der in Fig. 1 darge-
stellten Schaltung gemäß der Erfindung wird eine 
IC-Karte 1 mit der Hauptplatine 2 über einen An-
schluß 21 verbunden, der auf der Hauptplatine 2 an-
geordnet ist. Der Massebus der IC-Karte 1 wird mit 
dem Massebus 28 der Hauptplatine 2 während dem 
Einstecken der IC-Karte in den Anschluß 21 verbun-
den. Ein Steuerkreis 25 steuert die Schalter 22 und 
23, welche zwischen dem Anschluß 21 und dem Sig-
nalbus 26 sowie dem Leistungsbus 27 angeordnet 

sind, wobei die Schalter wie nachfolgend erläutert ge-
schlossen werden.
[0017] Wenn festgestellt wird, daß die IC-Karte 1
physikalisch in den Anschluß 21 eingesteckt ist, in-
dem beispielsweise der Versorgungsstrom über-
wacht wird (Fig. 2, Schritt S1), schließt der Steuer-
kreis 25 den Schalter 23 (Schritte S2 bis S4 wie nach-
folgend erläutert), um den Leistungsbus 27 der 
Hauptplatine mit der IC-Karte 1 zu verbinden. An-
schließend schließt der Steuerkreis 25 den Schalter 
22 (Schritt S5), um die Hauptplatine mit dem Signal-
bus 26 der IC-Karte 1 zu verbinden.
[0018] Der Schalter 23 ist derart ausgestaltet, daß
seine Impedanz auf einen bestimmten Wert für eine 
bestimmte Zeitdauer vom Steuerkreis 25 aus einge-
stellt werden kann. Dieser Steuerkreis bewirkt, daß
die Impedanz des Schalters 23 den Stromfluß zu-
nächst auf einen sicheren niederen Wert begrenzt 
(Schritt S2). Dann nach dem Ablauf der vorgegebe-
nen Zeitdauer (Schritt S3), wobei die bestimmte Zeit-
dauer von der Zeitspanne abhängt, die für die Anglei-
chung der Spannungsniveaus zwischen der Haupt-
platine 2 und der IC-Karte 1 erforderlich ist, verringert 
der Steuerkreis 25 die Impedanz des Schalters 23
derart, daß ein maximaler Ruhestrom für den richti-
gen Betrieb der IC-Karte 1 dieser zufließen kann 
(Schritt S4).
[0019] Somit können physikalische Schäden an den 
Anschlüssen, welche durch Lichtbogenbildung beim 
anfänglichen auf die Karte einwirkenden Einschalt-
stromstoss entstehen können durch die Verwendung 
des gesteuerten Schalters wie beschrieben verhin-
dert werden. Ferner können Störungen in den Signal-
leitungen 26 auf der Hauptplatine durch elektromag-
netische Interferenz ebenfalls verhindert werden. 
Überdies werden Destabilisierungen der stabilisier-
ten Spannungsniveaus auf der Hauptplatine 2 verhin-
dert. Der Steuerkreis 25 steuert auch die Schalter 22
und 23 in der nachfolgenden Weise, wenn festgestellt 
wird, daß der Benutzer wünscht, daß die IC-Karte 1
von der Hauptplatine 2 (Schritt S6 gemäß Fig. 3) 
physikalisch entfernt werden soll. Die Schalter wer-
den veranlaßt in einer bestimmten Reihenfolge zu 
öffnen und zwar in umgekehrter Folge im Vergleich 
mit der Situation beim Schließen der Schalter, wenn 
die IC-Karte zum ersten Mal mit Anschluß 21 der 
Hauptplatine verbunden wird. Im speziellen wird der 
Schalter 22 für den Signalbus zuerst geöffnet (Schritt 
S7) und dann der Schalter 23 für den Leistungsbus 
(Schritt S8). Daraufhin erhält der Benutzer eine An-
zeige, daß die physikalische Trennung der Karte 1
von der Hauptplatine 21 vorgenommen werden kann 
(Schritt S9). Die Masseverbindung wird unterbro-
chen, wenn die Karte physikalisch vom Benutzer ent-
fernt ist.
[0020] Es ist wichtig, daß die Schalter geöffnet wer-
den, bevor die IC-Karte 1 physikalisch vom Anschluß
21 getrennt wird. Insbesondere können mechanische 
Flatterkontaktgabeln auf den Signalleitungen verhin-
dert werden, wenn diese Schalter zuerst geöffnet 
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werden.
[0021] Es gibt zwei Wege, um diese gesteuerte 
Trennung der Kontaktleitungen vorzunehmen. Ein 
erster Weg besteht darin, eine Softwaresteuerungs-
technik zu benutzen, bei welcher ein Register im In-
nern des Steuerkreises 25 Verwendung findet. In das 
Register wird vom Benutzer ein bestimmter Wert ein-
geschrieben, wenn dieser die physikalische Abtren-
nung der IC-Karte wünscht. Bei der Softwaresteue-
rung kann der Inhalt des Registers fortlaufend über-
prüft werden, um festzustellen, ob der Inhalt gleich ei-
nem vorgegebenen Wert ist. Wenn man feststellt, 
daß der Inhalt des Registers gleich dem vorgegebe-
nen Wert ist, werden die Schalter 22 und 23 geöffnet. 
Nachdem die Schalter geöffnet sind, wird dem Benut-
zer eine Anzeige übermittelt, die z. B. eine CRT oder 
Lichtanzeige ist und damit angedeutet, daß die phy-
sikalische Trennung der IC-Karte 1 vom Anschluß 21
auf der Hauptplatine zulässig ist.
[0022] Ein zweiter Weg sieht eine mechanische Lö-
sung vor, bei welcher ein Sensor z. B. ein optischer 
Sensor oder ein Drucksensor feststellt, daß eine Ab-
deckung, welche für die IC-Karte 1 vorgesehen, ab-
genommen worden ist. Nach der Abnahme der Abde-
ckung ist es offensichtlich, daß der Benutzer die 
IC-Karte 1 vom Anschluß 21 der Hautplatine entfer-
nen will. Wenn somit das Sensorelement die Entfer-
nung der Abdeckung feststellt, werden die Schalter 
wie bereits erwähnt, geöffnet.
[0023] Ein Verfahren, um die IC-Karte mit der 
Hauptplatine zu verbinden, umfaßt zunächst das An-
schließen der Massebusse, dann werden die Leis-
tungsbusse und schließlich die Signalbusse ange-
schlossen. Wenn die Leistungsbusse angeschlossen 
sind, wird zunächst ein niederer Stromfluß zugelas-
sen, dann nach einer vorgegebenen Zeitdauer wird 
die Angleichung der Spannungen an der IC-Karte 
und an der Hauptplatine durch das Beenden der An-
gleichung zugelassen. Schließlich wird der volle 
Stromfluß erlaubt. Beim Abschalten der IC-Karte von 
der Hauptplatine werden zunächst die Signalbusse 
getrennt, dann die Leistungsbusse und schließlich 
die Massebusse.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Anschließen einer IC-Karte an 
eine Hauptplatine mit folgenden Verfahrensschritten:  
a) Erkennen, daß die IC-Karte in einen auf der Haupt-
platine angeordneten Anschluß eingesteckt ist; b) 
Verbi 
nden des Leistungsbusses der Hauptplatine mit dem 
Leistungsbus der IC-Karte;  
c) Verbinden des Signalbusses der Hauptplatine mit 
dem Signalbus der IC-Karte; wobei Verfahrensschritt 
b) folgende Verfahrensschritte umfaßt:  
b1) Zulassen nur eines geringen Stromflusses zwi-
schen Leistungsbus der Hauptplatine und dem Leis-
tungsbus der IC-Karte;  
b2) Abwarten für eine vorgegebene Zeitdauer, wel-

che der Zeitdauer für die Angleichung des Span-
nungsniveaus von Hauptplatine und IC-Karte ent-
spricht; und  
b3) Zulassen des vollen Stromflusses zwischen Leis-
tungsbus der Hauptplatine und dem Leistungsbus 
der IC-Karte.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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